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一 目的 (Purpose)

為確保無鉛制程產品能持續滿足客戶要求及產品可靠性需要, 藉由驗証評估之執行, 以期提高產品及公司品質信譽.
二 適用范圍及時機 (Scope & Opportunity)
1.產品首次由普通制程轉無鉛制程時.

2.設備變更時.

3.焊料原材料廠家和型號變更時.

4.制程重大變更時.

5.客戶有明確要求時. 

三 組織與權責(Organization, Responsibility & Authority)

3.1業務: 負責與客戶資訊往來, 轉達客戶無鉛產品驗証需求並提供測試樣品及客戶驗証資料.

3.2工程/R&D: 

3.2.1負責提出驗証申請並提供相應數量的測試樣品及測試規格資料.

3.2.2 對驗証失敗之項目提出原因分析及預防改善對策,並提交改善后之樣品作再驗証.

3.3 EQA

3.3.1負責匯整測試標準及客戶要求,完善驗証測試程序及驗証測試標準. 

3.3.2負責完成驗証測試及測試報告.

3.3.3當驗証失敗時,提出<<品質異常聯絡書>>並協助工程作分析改善.

3.3.4負責驗証測試報告的整理存檔. 

3.4制造工程部: 儀器、量具定期校正保養或維修.

四 作業程序(Documented Procedure)

4.1工程/R&D依適用范圍, 經其經理裁定,提出無鉛評估驗証測試需求.並依驗証項目提供樣品.

4.2 EQA依5.1~5.4試驗項目執行測試.並參考流程圖順序和時間完成測試和測試報告. 執行同時符合<<試驗室管理辦法>>各項規定.

4.3 在驗証中發現產品有任何不良, EQA試驗人員需記錄失效時間和不良症狀,同時提出<<品質異常聯絡書>>通知相關部門(如工程/R&D,品保,制造等) 作不良分析及矯正措施,並請工程&/R&D和品保共同決定出貨品或在庫品或在線品之處理方式.

4.4若因制程因素或材料不良引起之產品不良,在對產品重新評估與變更后,責任單位需重新提供改善樣品至EQA作驗証評估直至PASS為止.

4.5 對驗証失敗的實驗項目, EQA在測試報告整理存檔時需將<<品質異常聯絡書>>與驗証測試報告一起存檔, 以便對工程變更作追溯.

   五 無鉛驗証測試標准 (Lead-free Test Standard)
5.1 高低溫沖擊試驗

        沖擊條件:在125℃+/-2℃下保存15分鐘, 然后于-40℃+/-2℃下保存15分鐘. 溫度轉換時間為5分鐘Max. 500個CYCLES.需分三次,即試驗前/250Cycles/500Cycles,對試驗品進行焊點檢查.

5.2  高溫保存試驗試

          試驗條件:在125℃+/-2℃下保存500個小時. 試驗前后均需對試驗品進行焊點檢查.

5.3 高溫高濕保存試驗

       試驗條件:在85℃+/-2℃/85% RH下保存500個小時. 試驗前后均需對試驗品進行焊點檢查.
    .

5.4 焊點檢查

    5.4.1  5.1~5.3驗項目進行完畢后, 對焊點100%進行40倍放大鏡下目視檢查,要求焊點不能有起翹和龜裂,此項檢查為5.4.2提供測試依據.

5.4.2 如用40倍放大鏡下目視檢查發現焊點異常時,即焊錫與PCB裸銅焊盤之間有剝離跡象時,由測試工程師依實際樣品選擇異常較為嚴重的焊點進行委外X-ray照射檢查.

5.4.3如用40倍放大鏡下目視檢查發現焊點無異常,但也需作X-Ray分析易時,由測試工程師依實際樣品選擇較為嚴格的焊點進行委外X-ray照射檢分析, 焊點選擇原則:易受外力之焊點優先選擇; 元器件較重之焊點優先選擇; 焊盤較小之焊點優先選擇; Inlet焊接點等試驗受力部位之焊點優先選擇.

    5.4.4 焊點檢查參考位置

            (a). Output cord plug內部焊點;

(b). Output cord與PCB之間之焊點;

(c). Electrical component與PCB之間焊點;

(d). Input cord或primary lead wire與PCB之間之焊點;

(e). Primary lead wire與bottom case之間之焊點;

(f). Inlet與PCB之間之焊點;

(g). Inlet與lead wire之間之焊點;

(h). Lead wire與轉換開關之間之焊點;

(i). PCB 與Secondary output terminal或secondary coil之間之焊點;

(j). Secondary coil與Secondary output terminal之間之焊點;

(k).成品PIN,或者Terminal,或者Lead wire鍍錫剝頭,或者Output Cord 鍍錫剝頭.

(l).Thermal fuse與Primary lead wire或primary coil之間之焊點;

(m). Current fuse與Secondary lead wire或Secondary coil之間之焊點;

(n). Electrical Component (如接地電阻, MOV 等電子零件) 與相關組件之焊點.

(o).SMD元件的焊點.

六 本辦法所使用之表單:

   6.1<<品質異常聯絡書>> (D144)

七 可參考之相關文件(Reference related documents)

7.1 <<試驗室管理辦法>>  
八 本辦法關聯作業流程 (Operation Flow Chart)
附件一:  Operation Flow Chart
Lead-free Verification Test Items
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X-ray射線分析(必要時)
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由工程師選定樣品數和焊點位置,並決定是否需委外分析


















